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工 程 确 认 图

绘图 审核 日期 客户编号

未注公差

单位

比例

NO.

7

±0.20

Front View Side View Back View

技术参数：
1.GLASS+SCA+GlassITO+FPC

2.GG/COF结构: HY4633

3.盖板材质：旭硝子

4.盖板透过率：≥85％

5.盖板硬度：≥6H

6.TP工作环境:-20℃~+70℃，≤90%RH

7.TP储存环境:-30℃~+80℃，≤90%RH

8.产品环保符合ROHS标准

9.未注公差±0.2mm

（G+G结构）
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MAXEN ELECTRONICS LIMITED

丝印黑色
(Black)

 
 

  
 

 
  


